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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
加快捷全套标记（包括周期），满足无铅板条件时，加无铅标记，标记优先层顺序：SS-CS-BO-TO,线路层中可以反蚀刻加标记（不允许加在电源铜面中）
      2.  阻焊：

          默认阻焊为绿色哑光，必须保证SMD间有阻焊桥(如果顾客制板说明中要求阻焊为绿油,则按哑光绿,无需确认)
      3.  线路
            断线头需与顾客确认

            线路中若有尺寸为0的元素，默认更改为6MIL（同时与顾客确认）

      网格铜皮超能力时，允许填实

      测试点需开窗（测试的的定义：正反PAD大小相差大于等于7MIL）

4.  钻孔：
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       盘孔等大的PTH按负焊盘制作
5.金手指：
       金手指需要开通窗，距离手指顶端0.5MM范围内的过孔允许盖油处理
       无说明时，金手指倒角深度0.5MM，角度45度
6.孔铜：

          最小18微米，平均25微米

7.桥连邮票孔：
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8.V-CUT余厚：
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9.过孔工艺：

   BGA正面塞孔盖油，背面不盖油
   小于等于16MIL的过孔塞孔盖油

10.工艺边：

    对于有要求工艺边，而源文件没有设计工艺边，制作规范没有特别要求的，按如下制作工艺边
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预审部分： 
      1.  字符：

           默认为黄色字符

      2.  表面工艺：

           无表面工艺要求时，默认表面工艺为无铅喷锡

3.板厚公差：

         小于等于1.0MM板厚时，可按+/-0.1mm公差控制，大于1.0MM板厚时，按+/-10%

CAM部分： 
1) 电测章：
       按BO、TO顺序加在字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm，并且允许加在盖绿油的铜导体上。(如果整板均无合适位置则可通过划线标识)  
          2.  字符：

              允许字符上大铜面

          3.表面工艺：

              铅锡厚度范围：2-40微米

         4.   线路
              允许删除内层非功能焊盘

              允许加泪滴，过孔连线必须加泪滴
        插件孔环宽最小2MIL

